
 

 

   
     

 

 

ELEP HOLDER 

ELP NBD-5172K 
 
 

Features                                

 
●For package dicing process 

●Expand type 

 
 

Structure                               

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Properties                               

Table.1 General properties 

 
 
 
 

Item Unit ELP NBD-5172K

- Translucent

Total thickness μm 170

Adhesion on Si wafer before UV 9.0

Adhesion on Si wafer after UV 0.2

Color

N/20mm

ELP NBD-5172K-e 1/1 

26E-34163E-1309 

●For inquiries…Technical Support Center, Electronics Device Materials Group T-COW 

E-mail：tcow@nitto.co.jp TEL：81-532-41-7559 FAX：81-532-41-8446 

 

 

←Liner（PET）  （38μm） 

←Adhesive（Acrylic） （20μm） 

←Base film（Polyolefin）（150μm） 


